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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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Die budatec GmbH aus Berlin ist Anlagenhersteller für die 
Halbleiter- und Solarindustrie. Hauptgeschäftsfelder sind 
thermische Systeme und Produkte rund um die Elektronik-
fertigung mit den Schwerpunkten ‚Vakuumlötsysteme‘ und 
‚Sintersysteme‘ für definierte Atmosphären, angefangen 
von kleinen Batch- Anlagen bis hin zu vollautomatisierten 
Produktionssystemen.

budatec GmbH, Melli-Beese-Straße 28 
D-12487 Berlin, Tel.-Nr. +49 (0) 30 - 63 22 40 70 
info@budatec.de, www.budatec.de

Schrumpfen von Leiterbahnen und Beschichtungen sind keine Zauberei, 
sondern chemisch erklärbar, sagt Armin Rahn
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